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Felületszerelt alkatrészek egy USB flash drive 's áramkör. A kis téglalap alakú zsetonokat számok ellenállás, míg a jelöletlen kis méretű, négyszögletes forgács kondenzátorok. A látható kondenzátorok és ellenállások főként kombinációja 0805 és 0603 csomag mérete, míg a legkisebb chip kondenzátorok 01005 méret

Felületszerelt technológia ( SMT ) egy olyan módszer, építésére elektronikus áramkörök, amelyekben az alkatrészek (felületre szerelt alkatrészek / SMCs) vannak felszerelve közvetlenül a felületére nyomtatott áramkörök (PCB). Az elektronikus eszközök, így készült az úgynevezett felületszerelt eszköz ( SMD ). Az iparban ez nagyrészt felváltotta a through-hole technológia építési módszer a vasalatok és vezetékes vezet lyukakat a nyomtatott áramkör.

Az SMT alkatrész általában kisebb, mint az a lyuk megfelelője, mert akár kisebb vezet vagy nem vezet egyáltalán. Lehet, hogy rövid, csapok , vagy vezet, a különböző stílusok, lapos kapcsolatok, a mátrix katona labdák ( BGAs ), illetve megszűnéséről a test a komponens.
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[ szerkesztés ] Történet
Felületszerelt technológiával fejlesztette ki az 1960-as és vált széles körben használják a 1980-as évek. Sok úttörő munkát ezen a technológiát az IBM . A tervezési megközelítés elsőben bebizonyosodott az IBM által 1960-ban a kis méretű számítógép később alkalmazták a Launch Vehicle Digital Computer használt eszköz egység Az irányított minden Saturn IB és a Saturn V járművek. [ 1 ] összetevőket mechanikusan újratervezték, hogy a kis Fém fülek, vagy sapkák, amelyek közvetlenül forrasztani a felszínre a PCB. Komponensek sokkal kisebb lett és a komponensek elhelyezése mindkét oldalán egy tábla lett sokkal gyakoribbak a falra szerelhető, mint a lyukas szerelés, így sokkal nagyobb sűrűségű áramkör. Gyakran csak a forrasztásokat tartsa a részek a fórumon, de részei az alsó vagy a "második" oldalán a fórumon ideiglenesen biztosított egy ponttal a ragasztó is. Felületre szerelt eszközök (SMDs) az általában fizikailag kicsi és könnyű emiatt. Felületi szereléshez alkalmas arra is, hogy a magas fokú automatizálás, csökkenti a munkaerő-költségek és a jelentősen növekvő termelés aránya. SMDs lehet egy 0:45-tizede méretét és súlyát, és fél egy-negyede költsége azonos a lyukas részek.

[ szerkesztés ] Felhasználási feltételek
	SMP dialektikus
	Kiterjesztett Form

	SMD
	Surface Mount Devices (aktív, passzív és elektromechanikus alkatrészek)

	SMT
	Surface Mount Technology (a szerelést és montázs technológia)

	SMA
	Surface Mount Közgyűlés (modul szerelt SMT)

	SMC
	Surface Mount komponensek (összetevők SMT)

	SMP
	Surface Mount csomagok (SMD esetben formák)

	KKV-k
	Surface Mount berendezések (SMT összeszerelő gépek)

	SO
	Kis Outline (4-28 láb)

	MSF
	Nagyon kis vázlata (40 tűs)

	SOP
	Kis Outline Package (eset)

	SOD
	Kis Outline dióda

	MA
	Kis Outline Transistor

	SOIC
	Kis Outline Integrált áramkör

	CC
	Chip Carrier

	LCC
	Ólommentes Chip Carrier

	PLCC
	Műanyag Leaded Chip Carrier

	LCCC
	Ólommentes Kerámia Chip Carrier

	MELF
	Metal elektróda Face ragasztása

	MINI MELF
	Mini Metal elektróda Face ragasztása

	MICRO MELF
	Micro Metal elektróda Face ragasztása


[ szerkesztés ] Közgyűlés technikák






Futószalagon az SMT elhelyezése gépek

Ha az alkatrészekre kell helyezni, a nyomtatott áramkör is lapos, általában ón -ólom, ezüst, vagy aranyozott réz párna Lyukak nélküli, úgynevezett forrasztott párna . Forrasztó paszta , a ragadós keverék fluxus és apró részecskék forrasztani, először alkalmazzák a forrasztási pad, rozsdamentes acél vagy nikkel bevonat egy szitanyomás folyamat. Miután szitanyomás, a táblák majd folytassa a pick-and-place gépek , ahol kerülnek a futószalagon. A komponensek kell helyezni a lapok általában szállítják a gyártósor akár papír / műanyag szalagok seb tekercsek vagy műanyag csövek. Néhány nagy, integrált áramkörök szállítjuk statikus mentes tálcák. Numerikus vezérlőrendszerek, pick-and-place gépek vegye ki a részét a szalagok, csövek vagy tálcák és elhelyezni őket a PCB.

A lapok azután szállítják a forrasztás sütő. Először adja meg a pre-hő zónában, ahol a hőmérséklet a fórumon, és az összes elemek fokozatosan, egyenletesen fel. A táblák majd adja meg a zóna, ahol a hőmérséklet elég magas, hogy elolvad az ón részecskék a forrasztópaszta, ragasztás a komponens vezet a párna az áramkör. A felületi feszültség az olvadt forraszanyag segít megőrizni az alkatrészek a helyükön, és ha a katona pad geometria helyesen kialakított, felületi feszültség automatikusan igazítja az alkatrészeket, a párna. Számos technikát a reflowing forrasztási. Az egyik az, hogy az infravörös lámpák, ezt nevezzük infravörös reflow. A másik az, hogy egy forró gáz konvekciós . A másik technológia, amely egyre népszerűbb ismét speciális fluor folyadékok magas forráspontú pontot használó módszer néven gőzfázisú reflow . Mivel a környezetvédelmi aggályok, ezt a módszert esik ki a divatból, amíg ólommentes jogszabályt vezettek be, amely előírja, szigorúbb ellenőrzéseket forrasztás. Jelenleg a 2008 végén, konvekciós forrasztás a legnépszerűbb reflow technológia segítségével akár normál levegő vagy nitrogén gáz. Mindegyik módszernek vannak előnyei és hátrányai. Az infravörös reflow, a tábla tervező kell határozniuk a fórumon arra, hogy a rövid alkatrészek nem tartoznak bele az árnyékokat a magas alkatrészeket. Komponens helyét kevésbé korlátozott, ha a tervező tudja, hogy gőzfázisú reflow forrasztás vagy konvekció fogják használni a termelés. Miután reflow forrasztás, bizonyos szabálytalan vagy hőre érzékeny alkatrészeket lehet telepíteni és forrasztott kézzel, vagy nagyméretű automatizálás, a fókuszált infravörös sugár (FIB), vagy helyi konvekciós berendezések.

Ha az áramköri lap kétoldalas akkor ez a nyomtatás, elhelyezése, reflow folyamat lehet ismételni vagy pasztával vagy ragasztóval, hogy tartsa a komponensek a helyén. Ha ragasztót használnak, akkor az alkatrészeket kell forrasztani később egy hullámforrasztás folyamatot.

Miután forrasztás, a deszkákat lehet mosni, hogy távolítsa el maradványa és a kóbor katona golyó, amely rövidzárlatot egymáshoz közel helyezkednek el összetevője vezet. Rosin fluxus eltávolítani fluor oldószerek, magas lobbanáspont 

 HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrocarbon" \o "Szénhidrogén" szénhidrogén oldószereket, vagy alacsony Flash oldószerek pl limonene (származtatott narancssárga héjat), amelyek előírják, extra öblítés, vagy szárítási ciklusokra. Vízben oldódó folyósítószerek eltávolítják az ioncserélt víz és mosószer, majd légi robbanás gyorsan eltávolítani maradék víz. Azonban a legtöbb elektromos szerelvények készülnek a "No-Clean" folyamat, ahol a fluxus maradványok vannak kialakítva, hogy elhagyta az áramköri [Jóindulatú]. Ez ment a tisztítási költség, gyorsítja az egész folyamatot, és csökkenti a hulladékot.

Végül, a táblák nézni, hiányzó vagy rosszul forrasztott alkatrészek és áthidaló. Ha szükséges, ők küldtek egy utómunka állomás, ahol egy emberi operátor korrigálja a hibákat. Ők majd elküldi a vizsgálati állomások (in-circuit vizsgálati és / vagy funkcionális tesztelés) ellenőrzi, hogy megfelelően működik.

[ szerkesztés ] Előnyök
A fő előnye az SMT mint a régebbi through-hole technika:

· Kisebb alkatrészeket. A legkisebb jelenleg 0,2 x 0,1 mm (0,01 x 0,005-ben: 01.005). 

· Sokkal nagyobb számú alkatrészek és még sok más kapcsolat egy eleme. 

· Kevesebb lyukakat kell fúrni a koptató lapok. 

· Egyszerűbb automatikus összeszerelés. 

· Kis hibák alkatrész elhelyezés korrigált automatikusan (a felületi feszültség az olvadt forraszanyag húzza a komponenst való összehangolás forrasztott párna). 

· Komponensek lehet helyezni mindkét oldalán a nyomtatott áramkör. 

· Alacsonyabb ellenállás és induktivitás a kapcsolatot (ami jobb teljesítményt nagyfrekvenciás alkatrészek). 

· Jobb mechanikai teljesítményt rázzuk fel, és vibrációs feltételeket. 

· SMT alkatrészek általában olcsóbbak, mint a lyukas részek. 

· Kevesebb kéretlen RF jel hatások SMT alkatrészek képest ólmozott alkatrészek, engedve jobb kiszámíthatóságát elem jellemzőit. 

· Gyorsabb összeszerelés. Néhány elhelyezése gépek képesek forgalomba több, mint 136.000 alkatrészek óránként.

[ szerkesztés ] hátrányai
· A gyártási folyamatok SMT sokkal kifinomultabb, mint a lyukas táblák, növelve a kezdeti költség és idő létrehozásával a termelés. 

· Manual prototípus az összeszerelést vagy a komponens-szintű javítása sokkal nehezebb (inkább anélkül, biztos kéz, és a megfelelő eszközöket) adott a nagyon kis méret és az ólom távolsága sok SMDs. 

· SMDs nem lehet közvetlenül breadboards (gyors snap-and-play prototípus eszköz), amely megköveteli, vagy egy egyéni PCB minden prototípus, illetve a szerelési az SMD után egy pin-ólmozott fuvarozó. A prototípus körül egy adott SMD alkatrész, egy kevésbé drága, breakout board lehet használni. Emellett stripboard stílus protoboards lehet használni, amelyek közül néhány tartalmaz párna normál méretű SMD comportments. 

· SMDs "forrasz kapcsolatok megsérülhetnek bányásszák vegyületek megy át termikus kerékpározás. 

· Forrasztás méretek SMT hamar sokkal kisebb, mint fejlesztések készültek felé ultra-fine pitch technológia. A megbízhatósága forrasztásokat jobban a problémát, mint kevesebb és kevesebb katona anyag engedélyezett egyes közös. Érvényteleníti az a jelenség, amely gyakran jár együtt forrasztóanyagaként különösen, ha reflowing a forrasztópaszta az SMT alkalmazása. Jelenléte ezen üregek ronthatja a közös erőt és végül a közös kudarc. [ 2 ] 

 HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/" \l "cite_note-2" [ 3 ] 

[ szerkesztés ] Rework






Csipesz forrasztópáka használt '0805 'SMD alkatrész

Hibás felületszerelt alkatrészeket lehet javítani a két módja van: segítségével forrasztópákához (típusától függ, és a kapcsolatok száma), vagy egy profi utómunka rendszer. A legtöbb esetben utómunka rendszer az első választás, mert az emberi befolyásolja az utómunka miatt nagyon alacsony. Általában két alapvető forrasztási módszer különböztethető meg: az infravörös forrasztás és forrasztás forró gáz.

[ szerkesztés ] Előnyök és hátrányok a különböző forrasztási módszerek
Során infravörös forrasztási, az energia a fűtésre fel a forrasztási közös továbbítják a hosszú vagy rövid hullámú elektromágneses sugárzást.

Előnyök:

· Egyszerű üzembe helyezés 

· Nem szükséges sűrített levegő 

· Nincs komponens-specifikus fúvókák (alacsony költségek) 

· Gyors reakció infravörös forrás (függ a használt rendszer) 

Hátrányok:

· Közép-területek fűthető több periférikus térségek 

· A hőmérséklet alig ellenőrzött, csúcsok nem zárható ki 

· Amely a szomszédos elemek szükséges károsodásának megelőzése érdekében, ami további időt követel minden fórumon 

· Felületi hőmérséklet függ a komponens gondolkodás jellemzői: sötét felületek fűthető több könnyebb felületek 

· A hőmérséklet ezen kívül függ a felületen alakja. Konvektív veszteség energia csökkenti a hőmérsékletet a komponens 

· Nem reflow hangulat lehet 

Közben forró gáz forrasztás, az energia a fűtésre fel a forrasztási közös továbbítják egy gáznemű közeg. Ez lehet levegő vagy inert gáz (nitrogén).

Előnyök:

· Szimulációja reflow kemence hangulat 

· Váltás a forró gáz és a nitrogén-(gazdasági felhasználás) 

· Standard és komponens-specifikus fúvókák lehetővé teszik a magas megbízhatóságot és csökkentett időigényét 

· Hagyjuk reprodukálható forrasztási profilok 

· Hatékony fűtés, a nagy hő összeg átvihető 

· Még fűtés az érintett terület tábla 

· Hőmérséklete a komponens soha nem haladja meg a beállított gáz hőmérséklete 

· Gyors kihűlni után reflow, ami az apró szemű forrasztóanyagaként (függ a használt rendszer) 

Hátrányok:

· Hőkapacitása a hőtermelő eredményeket lassú reakció, amelynek során hőmérsékleti profilokat lehet torz (függ a használt rendszer) 

A utómunka folyamat általában felülbírálja valamilyen hiba, vagy emberi vagy gépi keletkezik, és a következő lépésekből áll:

· Melt katona és komponens eltávolítása 

· Maradék forrasz eltávolítására 

· Nyomtatása forrasztópaszta a NYÁK-on, közvetlen nyomtatás vagy alkatrész adagoló 

· Elhelyezése és reflow az új elem. 

Néha több száz vagy több ezer azonos részt kell javítani. Az ilyen hibákat, ha a szerelés miatt, gyakran fogott a folyamat során, azonban egy teljesen új szintű utómunka akkor keletkezik, amikor valamely alkatrész meghibásodását is túl későn fedezték fel, és talán észrevétlen végéig felhasználói élményt számukra. Rework is fel lehet használni, ha nagy értékű termékeket igényelnek felülvizsgálatokat, és újratervezése, esetleg változtatni egy firmware alapú összetevő lehet újraéleszteni az egykor elavult termék. Ezek a feladatok igényelnek átdolgozni műveletet kifejezetten javítási / csere alkatrészek mennyisége.

[ szerkesztés ] Kiszerelések
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MLP csomag 28-tűs chip, fejjel lefelé mutatnak kapcsolatok







32-pin MQFP chip Kézi forrasztott vezetékeket csatolt a prototípus. Hasonló hatás érhető el a kereskedelmi forgalomban kapható kitörési táblák







Különböző SMD chipek, desoldered







SMD kondenzátorok (balra) két through-hole kondenzátorok (jobbra)







Példa jellemző metrikus (szürke négyzet jelenik meg a hivatkozás)

Fő cikk: chip szállító
Felületszerelt alkatrészek általában kisebbek, mint társaik a vezetékek, és céljuk, hogy kell kezelni a gépet, nem pedig az emberek. Az elektronikai ipar egységes csomagot formában és méretben (a vezető szabványügyi testület a JEDEC ). Ezek a következők:

· Két terminál csomagok 

· Négyszögletű passzív elemek (főleg ellenállások és kondenzátorok ): 

· 01005 (0402 metrikus): 0,016 x 0,008-ben (0,41 × 0,20 mm) Tipikus teljesítmény szerint az ellenállások 1 / 32 watt 

· 0201 (0603 metrikus): 0,024 x 0,012-ben (0,61 × 0,30 mm) Tipikus teljesítmény szerint az ellenállások 20/01 watt 

· 0402 (1005 metrikus): 0,04 × 0,02-ben (1,0 × 0,51 mm) Tipikus teljesítmény szerint az ellenállások 16/01 watt 

· 0603 (1608 metrikus): 0,063 x 0,031-ben (1,6 × 0,79 mm) Tipikus teljesítmény szerint az ellenállások 16/01 watt 

· 0805 (2012 metrikus): 0,08 × 0,05 (2,0 × 1,3 mm) Tipikus teljesítmény szerint az ellenállások 10/01 watt 

· 1206 (3216 metrikus): 0,126 x 0,063-ben (3,2 × 1,6 mm) Tipikus teljesítmény szerint az ellenállások 08/01 watt 

· 1210 (3225 metrikus): 0,126 × 0,1 (3,2 × 2,5 mm) Tipikus teljesítmény szerint az ellenállások 1 / 4 W 

· 1806 (4516 metrikus): 0177 x 0063-ben (4,5 × 1,6 mm) 

· 1812 (4532 metrikus): 0,18 × 0,12-ben (4,6 × 3,0 mm) Tipikus teljesítmény szerint az ellenállások 1 / 2 watt 

· 2010 (5025 metrikus): 0,2 × 0,1 (5,1 × 2,5 mm) Tipikus teljesítmény szerint az ellenállások 1 / 2 watt 

· 2512 (6432 metrikus): 0,25 × 0,12-ben (6,3 × 3,0 mm) Tipikus teljesítmény szerint az ellenállások 1 watt 

· Tantál kondenzátorok : [ 4 ] 

· EIA 3216-10 (I Kemet, AVX K): 3,2 mm x 1,6 mm x 1,0 mm 

· EIA 3216-12 (S Kemet, AVX S): 3,2 mm × 1,6 mm × 1,2 mm 

· EIA 3216-18 (A, Kemet, AVX A): 3,2 mm x 1,6 mm x 1,8 mm 

· EIA 3528-12 (T Kemet, AVX T): 3,5 mm × 2,8 mm × 1,2 mm 

· EIA 3528-21 (B Kemet, AVX B): 3,5 mm × 2,8 mm × 2,1 mm 

· EIA 6032-15 (U Kemet, AVX W): 6,0 mm × 3,2 mm × 1,5 mm 

· EIA 6032-28 (C Kemet, AVX C): 6,0 mm × 3,2 mm × 2,8 mm 

· EIA 7260-38 (E Kemet, AVX V): 7,2 mm × 6,0 mm × 3,8 mm 

· EIA 7343-20 (V Kemet, AVX Y): 7,3 mm × 4,3 mm × 2,0 mm 

· EIA 7343-31 (D Kemet, AVX D): 7,3 mm × 4,3 mm × 3,1 mm 

· EIA 7343-43 (X Kemet, AVX E): 7,3 mm × 4,3 mm × 4,3 mm 

· Alumínium kondenzátorok : [ 5 ] 
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· (Panasonic / CDE A, B Chemi-Con): 3,3 mm × 3,3 mm 

· (Panasonic B, D Chemi-Con): 4,3 mm × 4,3 mm 

· (Panasonic C, Chemi-Con A): 5,3 mm × 5,3 mm 

· (Panasonic D, F Chemi-Con): 6,6 mm × 6,6 mm 

· (Panasonic E / F, H Chemi-Con): 8,3 mm × 8,3 mm 

· (Panasonic G, J Chemi-Con): 10,3 mm x 10,3 mm 

· (Chemi-Con K): 13,0 mm x 13,0 mm 

· (Panasonic H): 13,5 mm x 13,5 mm 

· (Panasonic J, Chemi-Con L): 17,0 mm x 17,0 mm 

· (K Panasonic, Chemi-Con M): 19,0 mm x 19,0 mm 

· SOD: Kis Outline dióda 

· SOD-523: 1,25 × 0,85 × 0,65 mm [ 8 ] 

· SOD-323 (SC-90): 1,7 × 1,25 × 0,95 mm [ 9 ] 

· SOD-123: 3,68 × 1,17 × 1,60 mm [ 10 ] 

· SOD-80C: 3.50 × × 01:50 Több info [ 11 ] 

· MELF (fém elektróda ólommentes Face): többnyire ellenállások és diódák , hordó alakú alkatrészek, méretek nem egyeznek a négyszögletű hivatkozások azonos kódokat. 

· MICROMELF (MMU) Méret 0102: L : 2,2 mm, D : 1,1 mm (téglalap alakú párna SOLDER illik 0805) 1 / 5 W (0,2 W) 100 V 

· Minimelf (MMA) Méret 0204: L : 3,6 mm, D : 1,4 mm (forrasztott pad illik négyszögletes 1206) 1 / 4 W (0,25 W) 200 V 

· Elf (MMB) 0207 Méret: L : 5,8 mm D : 2,2 mm 1 W (1,0 W) 500 V

· Három terminál csomagok 

· SOT: kis-vázlat tranzisztort , a három terminálja 

· SOT-223: 6,7 mm × 3,7 mm × 1,8 mm-test: négy terminálok, amelyek közül az egyik egy nagy hőátadó pad [ 12 ] 

· SOT-89: 4,5 mm × 2,5 mm × 1,5 mm test: négy terminálja center pin kapcsolódik egy nagy hőátadó pad [ 13 ] 

· SOT-23 (SC-59, TO-236-3): 2.9 mm × 1.3/1.75 mm × 1,3 mm szerv: három terminálja a tranzisztor [ 14 ] 

· SOT-323 (SC-70): 2 mm x 1,25 mm x 0,95 mm szerv: három terminálja [ 15 ] 

· SOT-416 (SC-75): 1,6 mm × 0,8 mm × 0,8 mm szerv: három terminálja [ 16 ] 

· SOT-663: 1,6 mm × 1,6 mm × 0,55 mm szerv: három terminálja [ 17 ] 

· SOT-723: 1,2 mm × 0,8 mm × 0,5 mm szervezet: három terminálja: a lapos vezető [ 18 ] *** SOT-883 (SC-101): 1 mm × 0,6 mm × 0,5 mm szervezet: három terminálja: ólommentes [ 19 ] 

· DPAK (TO-252): diszkrét csomagolás. Által kifejlesztett Motorola házra nagyobb működő eszközök. Jön három-vagy öt-terminális változatban [ 20 ] 

· D2PAK (TO-263): nagyobb, mint a DPAK, alapvetően egy felületszerelt megfelelője TO220 a lyukas csomagot. Jön a 3, 5, 6, 7, 8 vagy 9-terminális változata [ 21 ] 

· D3PAK (TO-268): még nagyobb D2PAK [ 22 ] 

· Öt és hat terminál csomagok 

· SOT: kis-vázlat tranzisztor, több mint három terminálja 

· SOT-23-5 (SOT-25): 2.9 mm × 1.3/1.75 mm × 1,3 mm test: öt terminál [ 23 ] 

· SOT-23-6 (SOT-26): 2.9 mm × 1.3/1.75 mm × 1,3 mm test: hat terminál [ 24 ] 

· SOT-23-8 (SOT-28): 2.9 mm × 1.3/1.75 mm × 1,3 mm test: nyolc terminálok [ 25 ] 

· SOT-353 (SC-88A): 2 mm x 1,25 mm x 0,95 mm test: öt terminál [ 26 ] 

· SOT-363 (SC-88, SC-70-6): 2 mm x 1,25 mm x 0,95 mm test: hat terminál [ 27 ] 

· Sot-563: 1,6 mm × 1,2 mm × 0,6 mm test: hat terminál [ 28 ] 

· Sot-665: 1,6 mm × 1,6 mm × 0,55 mm test: hat terminál [ 29 ] 

· Sot-666: 1,6 mm × 1,6 mm × 0,55 mm test: hat terminál [ 30 ] 

· SOT-886: 1,5 mm x 1,05 mm × 0,5 mm test: hat terminálok: ólommentes 

· SOT-891: 1,05 mm x 1,05 mm × 0,5 mm test: öt terminálok: ólommentes 

· SOT-953: 1 mm x 1 mm × 0,5 mm test: öt terminálok 

· SOT-963: 1 mm x 1 mm × 0,5 mm test: hat terminálok 

· Csomagok nagyobb terminál száma (rajzok többsége az alábbi csomagok találhatók [15] ) 

· Dual-in-line 

· Kis-vázlat integrált áramkör (SOIC): kis-vázlat integrált áramkör , dual-in-line, 8 vagy több csapok, sirályszárny-vezető formában, pin távolság 1,27 mm 

· J-Leaded Small Outline Package (SOJ) : ugyanaz, mint SOIC kivéve J-ólmozott 

 HYPERLINK "http://www.siliconfareast.com/packages.htm" [16] 

· TSOP : vékony kis vázlatot csomagot, vékonyabb, mint SOIC kisebb pin távolság 0,5 mm 

· SSOP : Shrink Kis-Outline Package, pin távolság a 0,635 mm, vagy néhány esetben 0,8 mm 

· TSSOP : Vékony Shrink Kis-Outline csomagot. 

· QSOP: negyed-méretű kis-Outline csomagot, csappal távolság a 0,635 mm 

· VSOP: Nagyon kicsi Outline Package, még kisebb, mint QSOP, 0,4, 0,5 mm vagy 0,65 mm pin távolság 

· DFN : Dual Flat No-vezető, kisebb helyigény, mint ólmozott egyenértékű

· Quad-in-line 

· PLCC : műanyag ólmozott chip fuvarozó, szögletes, J-vezető, pin távolság 1,27 mm 

· QFP : Quad Flat Package, különböző méretű, csapok mind a négy oldalán 

· LQFP : Alacsony profilú Quad Flat Package, 1,4 mm magas, változó méretű és csapok mind a négy oldalán 

· PQFP : műanyag quad lapos csomagban, egy tér csap mind a négy oldalán, 44 vagy több csapok 

· CQFP : kerámia lapos quad-pack hasonló PQFP 

· MQFP : Metric Quad Flat Pack, a QFP csomagot metrikus pin forgalmazása 

· TQFP : vékony quad szétszerelve, vékonyabb verziója PQFP 

· QFN : Quad Flat No-vezető, kisebb helyigény, mint ólmozott egyenértékű 

· LCC : ólommentes Chip Carrier, kapcsolatok süllyesztett függőlegesen a "kanóc-ban" forrasztott. Közös a repülés elektronikai, mert robusztusság mechanikus vibráció. 

· MLP (MLF): Micro Leadframe csomag (Micro Lead-Frame csomag) egy 0,5 mm-es osztással kapcsolatot, nem vezet (ugyanaz, mint QFN) [17] 

· PQFN : Power Quad Flat No-vezető, és ki vannak téve die-pad [s] heatsinking

· Rács tömbök 

· PGA : Pin Grid Array. 

· BGA : labda grid array, a négyzet vagy téglalap alakú tömb forrasztott golyó egy felületen, labda távolsága általában 1,27 mm 

· LGA : Egy sor csupasz földek csak. Hasonló megjelenésű a QFN , de társítás tavaszáig csapok egy socket helyett forrasztott. 

· FBGA : fine pitch ball grid array, a négyzet vagy téglalap alakú tömb forrasztott golyó az egyik felületre 

· LFBGA : alacsony profilú fine pitch ball grid array, a négyzet vagy téglalap alakú tömb forrasztott golyó egy felületen, labda távolság általában 0,8 mm 

· TFBGA : vékony, finom pitch ball grid array, a négyzet vagy téglalap alakú tömb forrasztott golyó egy felületen, labda távolság általában 0,5 mm-es 

· CGA : oszlop grid array, áramköri csomag, amely a bemeneti és kimeneti pontok magas hőmérsékletű forrasztó henger vagy oszlop rendezett egy rács minta. 

· CCGA: kerámia oszlop grid array, áramköri csomag, amely a bemeneti és kimeneti pontok magas hőmérsékletű forrasztó henger vagy oszlop rendezett egy rács minta. A test a komponens kerámia. 

· μBGA: mikro-BGA, a labda távolság kevesebb, mint 1 mm 

· LLP : Lead Kevesebb csomag, egy csomag metrikus pin elosztó (0,5 mm pitch).

· Nem csomagolt eszközök (bár felületszerelt, ezeket az eszközöket igényel külön eljárást összeszerelés): 

· COB: chip-on-board, egy csupasz szilikon chip, amely általában egy integrált áramkör nélkül szállítjuk csomag (általában egy ólom overmolded az epoxi ) és a kapcsolódó, gyakran epoxi, közvetlenül egy áramkör. A chip ezután vezetékes kötött , és védeni a mechanikai sérülések és szennyeződések egy epoxi "glob-top" . 

· COF: chip-on-flex, egy variációja COB, ahol egy chip van szerelve közvetlenül a flex áramkör . 

· COG: chip-on-üveg, egy variációja COB, ahol egy chip van szerelve közvetlenül egy darab üveg: tipikusan egy LCD .

Gyakran vannak finom eltérések csomag részleteit, és gyártónként, és bár hagyományos megnevezések használata, a tervezők kell erősíteni méretek megállapító nyomtatott áramköri lapok.

[ szerkesztés ] azonosítása
Ellenállások
SMD ellenállások általában jelöli az ellenállás értékeket három számjegy, két számjeggyel és egy szorzó szám. Ezek gyakran fehér betűkkel a fekete háttér, de más színű háttérrel és betűket lehet használni.


A fekete vagy színes bevonatot általában csak egyik oldalán a készülék, az oldalak és más arcát egyszerűen csak a bevonat nélküli, általában fehér kerámia hordozó. A bevont felület, az ellenállás elem alatt általában helyezkedik szembe, amikor a készülék van forrasztva a fórumon, bár ritkán látható szerelt bevont alsó oldalával felfelé, ahol az ellenállás értéke kód nem látható.

Tipikus példák az ellenállás kódok 

102 = 10 00 = 1000 Ohm = 1K Ohm 

0R2 = 0,2 Ohm 

684 = 68 0000 = 680 000 ohm = 680K Ohm 

Kondenzátorok
nem elektrolit kondenzátorok általában jelöletlen és az egyetlen megbízható módszer meghatározására értékük eltávolítása a kör és az azt követő mérés egy kapacitív mérő és ellenállás híd. A felhasznált anyagok készülő a kondenzátorok, mint a nikkel Tantalate, rendelkeznek a különböző színek, és ezek adhatnak megközelítő elképzelést a kapacitás az alkatrész.

Világos szürke színű test azt jelzi, kapacitás, amely általában kisebb, mint a 100pF. 

Medium Grey szín azt jelzi, egy kapacitív bárhol 10pF a 10nF. 

Világos barna szín jelzi a kapacitás egy tartományban 1NF a 100nF. 

Középbarna szín jelzi a kapacitás egy tartományban 10nF a 1μF. 

Sötét barna színű jelzi kapacitás a 100nF a 10uF. 

Sötétszürke színű jelzi kapacitás a mF tartományban, általában 0,5 50μF, vagy a készülék lehet tekercs és a sötét szürke színe a ferrit gyöngy. (Egy tekercs méri az alacsony ellenállás egy multimétert a Teljesítmény mivel egy kondenzátor, ki a kör , akkor az intézkedés közel végtelen ellenállás.)

Általában minél nagyobb a mérete, annál nagyobb a kapacitása, vagy névleges feszültsége minden más ugyanaz. Tehát egy 100nF, 50V kondenzátor lehet, ugyanúgy néz ki, mint egy 10nF, 500V eszköz, de a 500V névleges eszköz használható magas feszültség vagy nagy energiájú része a kör, ahol a 50V névleges készüléket lehet találni az egész kis jel része az áramkört.

SMD (nem elektrolit) kondenzátorok, melyek általában monolit kerámia kondenzátorok, kiállítás ugyanaz a szerv színe mind a négy arc nem tartozik a sapkák.

SMD elektrolit kondenzátorok, általában tantál kondenzátorok, és a film kondenzátorok vannak jelölve, mint ellenállások, két számjegyig és szorzó egység pico Farads vagy pF, (10 -12 Farad.)

Példák 

104 = 100nF = 100 000pF 

226 = 22μF = 22 000 000pF 

Az elektrolit kondenzátorok általában zárt fekete vagy bézs epoxigyanta lapos fém összekötő szalagok hajlott alatta. Néhány film vagy tantál elektrolit típusok jelöletlen, és rendelkeznie kell piros, narancssárga vagy kék színű test teljes sapkák, nem fémes sávok.

Indultivítások
miatt a kis méretek a SMDs, induktivitások korlátozódik meglehetősen kicsi értékeket, általában kevesebb, mint 1mH. Kisebb induktivitások a mérsékelten magas áramok általában a ferrit gyöngy típusát. Ezek egyszerűen egy fém vezetővel áthaladó ferrit gyöngy, és szinte ugyanaz, mint ezek a lyukas változatban, de rendelkeznek az SMD sapkák helyett vezet. Úgy tűnik, sötét Gery és mágneses ellentétben kondenzátorok hasonló sötétszürke megjelenését. Ezek a ferrit gyöngy típus csak a kis értékeket a nH, (nano Henry), tartomány és gyakran használják áramellátás vasúti decouplers vagy nagyfrekvenciás részén egy áramkör.

Indultivítások nagyobb induktivitás értékek gyakran rendelkeznek fordulatai vezetékes vagy lapos szíjat a test körül vagy beágyazott tiszta epoxi. A huzal vagy heveder gyakran jól látható és néha egy vasmag van jelen is. Ezek a nagyobb induktivitás típusok gyakran csak kis áramok bár a lapos szíj típusát képes kezelni néhány amper.

Mint kondenzátorok, az adott értékek általában nem jelölik és eltávolítása a kör és az azt követő mérés az egyetlen igazán megbízható módszer az értékének meghatározása terén.

Diszkrét félvezetők
Diszkrét félvezetők, mint a tranzisztorok, diódák és a FET-ek gyakran jelölik rejtélyes két vagy három szimbólum kódot, amely ugyanazt a kódot jelölt különböző csomagokat, illetve eszközök által különböző gyártók tudja fordítani a különböző eszközök.

Sok ilyen kódokat használt, mert a készülék túl kicsi ahhoz, hogy jelölt hagyományos számokat használt a lyukas megfelelő berendezéseket, korrelál jobban ismerik a hagyományos része számokat, amikor a korrelációs lista konzultálni.

GM4PMK az Egyesült Királyságban készített megfelelési listát, http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm és hasonlók. pdf lista is elérhető, elektronik.googlecode.com/files/SMD_Catalog222.pdf, bár ezek a listák nem tartalmazzák a készülék kódot lehetne találkozni.

Integrált áramkörök
általában integrált áramköri csomag elég nagy ahhoz, hogy nyomtassa ki a teljes számot vagy jelentős részét a szám, amely teljes mértékben azonosítható, amíg tudja azonosítani a gyártót a készülék.

Példák 

4066 = Philips HEF4066, vagy ha a Motorola, MC14066. (Quad Analog Switch). 

5502M = Fujitsu Electric FA5502. (Kiemelés Építészet Power Factor Correction vezérlő.)
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